Reg. ¢islo: 311/2023-2060-4231-00002-1

Financovany P g MIiNistiftSTVo
A Eurédpskou Uniou W HOSPODARSTVA
PLAN [OSNOVY] No»IGof>eraBooEU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DODATOK €. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
C. 311/2023-2060-4231-00002
uzavrety podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a podla 8 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,Dodatok")

medzi
Vykonavatel:
Nazov: Urad vlady Slovenskej republiky
Sidlo: Néamestie slobody 1, 813 70 Bratislava
ICO: 00 151 513
(dalej ako ,Urad vlady SR")
v zastlpeni:
Nazov: Ministerstvo hospodéarstva Slovenskej republiky
Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
ICO: 00 686 832
Konajlca osoba: PhDr. Boris Huslica, povereny vykonavanim funkcie generdlneho riaditela

sekcie europskych programov, v zmysle Podpisového poriadkuMinisterstva
hospodarstva SR
(dalej ako ,Sprostredkovatel™)

na zéklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve ovykonavani C€asti dloh Vykonavatela
Sprostredkovatefom pre komponent 9 Planu obnovy: EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania
vyskumu, vyvoja a inovacii uzatvorenej pod €. 862/2022, reg. €. MH SR: 217/2022-2060-4250

(dalej ako ,Vykonavatel™)

a
Prijimatel

Nazov: Continium Technologies s.r.o.

Sidlo: Moyzesova 1038/24, 040 01 KoSice - mestska ¢ast' Staré Mesto
ICO: 53 614 836

Konajlca osoba Ing. Jozef Bujnovsky, konatel

Postova adresa: Ing. Jozef Bujnovsky, Zaleska 19/A, 90028 Ivanka pri Dunaji

(dalej ako ,Prijimatel)
(Vykonavatel a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy oznacuji dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany"
a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana")

PREAMBULA

(A) Zmluvné strany uzatvorili dia 29.11.2023 Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti pod ¢ 311/2023-2060-4231-00002, ktora nadobudla G€innost diia
30.11.2023 (dalej ako ,Zmluva"). Predmetom Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu bolo
spolufinancovanie Prijimatelom realizovaného projektu s ndzvom: Development of a chip-integrated
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wireless receiver for 5G/6G base stations (BTS)based on high-frequency digitalization of broad-band,
lowest- power A/DConverters, kod Projektu: 09105-03-V01-00002 (dalej ako ,Projekt".)

(B) Zmluvné strany sa v zmysle &lanku 7 ods. 7.2 ,ZAVERECNE USTANOVENIA" Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu dohodli na nasledovnych zmendch Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, ktoré st predmetom tohto Dodatku v €lanku | Zmluvné strany sa dohodli aj na dalSich
slvisiacich Upravach svojho zmluvného vztahu uvedenych v ¢lanku II. a lll. tohto Dodatku.

CLANOK I.  PREDMET DODATKU

.V kontaktnych Gdajoch prijimatela sa dopiiia po$tové adresa s nasledovnym znenim:

,Ing. Jozef Bujnovsky, Zaleska 19/A, 90028 Ivanka pri Dunaji"

Priloha €. 2 zmluvy sa nahrddza novym znenim, ktoré tvori prilohu €. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddelitelnd
sucast.

Priloha €. 3 zmluvy sa nahradza novym znenim, ktoré tvori prilohu ¢. 2 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteln
sucast.

Priloha €. 4 zmluvy sa nahraddza novym znenim, ktoré tvori prilohu ¢ 3 tohto Dodatku ako jeho neoddelitelnd
sucast.

CLANOK Il.  OSTATNE USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie si tymto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostavajl
zachované a G€inné v doterajSom zneni.

Na pojmy, skratky a definicie pouZzité v tomto Dodatku sa vztahuji ustanovenia a vykladové pravidla uvedené
v Zmluve, pokial z ¢lanku I. tohto Dodatku nevyplyva inak.

Pravne Gcinky zmien uvedenych v ¢lanku I. tohto Dodatku sa riadia ¢lankom 10 ,ZMENA ZMLUVY" ods. 8
Prilohy €. 1 k Zmluve - VZP. Ustanovenie ¢lanku ¢l. 10 ,ZMENA ZMLUVY" ods. 12 VZP tym nie je dotknuteé.

CLANOK Ill.  ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tento Dodatok nadobuda platnost diiom jeho podpisania oboma Zmluvnymi stranami. Tento Dodatok je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon o slobode informacii")
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobida ucinnost kalendarnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni
jeho povinného zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti
a osobnych Gdajov Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Dodatok neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemdézZu spristupnit v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona o slobode informécii, v dosledku ¢oho vyjadruji
sthlas s jeho zverejnenim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpeci
Vykonavatel a o datume jeho zverejnenia informuje Prijimatela.

. Zmluvné strany sa zavazuji podpisany Dodatok poslat druhej Zmluvnej strane v sllade s ¢lankom 5 Zmluvy.
V pripade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotoveny v 3 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatela a2
pre Vykonavatela. Dohoda Zmluvnych stran k poctu rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Dodatku
dochéadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické
transakcie na vnatornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
ako ,zakon o ddveryhodnych sluzbach"). V pripade, ak k uzavretiu Dodatku dochadza elektronicky, datumy
podpisov Zmluvnych strdn st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach Zmluvnych stran,
ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podla zakona o déveryhodnych sluzbach.
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3. Tento Dodatok je neoddelitelhou sti¢astou Zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze ich véla vyjadrena v tomto Dodatku je slobodna a véazna, text Dodatku si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvaraju v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvnavolnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané tymto Dodatkom Zmluvné strany vyjadrujl
svojimi podpismi na tomto Dodatku.

Prilohy:
Priloha . 1 Opis projektu
Priloha &. 2  Vystupy Projektu (Deliverables)
Priloha &. 3  Podrobny rozpocet projektu

Vykonavatel

v zastupeni

PhDr. Boris Huslica

povereny vykonavanim funkcie generalneho riaditela sekcie eurépskych programov

Prijimatel

v zastupeni

Ing. Jozef Bujnovsky
konatel

Dodatok podpisany elektronicky podla zakona o déveryhodnych sluzbach.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

l. VSeobecné informéacie o projekte

Nazov projektu Development of a chip-integrated wireless receiver for 5G/6G base stations
(BTS)based on high-frequency digitalization of broad-band, lowest- power
A/D-Converters

Kéd projektu 09105-03-V01-00002

N&zov programu Plan obnovy a odolnosti SR

Komponent 9. EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Investicia: 5: Vyskum a inovacie pre digitalizaciu ekonomiky

Schéma pomoci Pravnym z&kladom pre poskytnutie Statnej pomoci v ramci IPCEI projektov je

Oznamenie EK: Kritérid pre analyzu zlu€itelnosti Statnej pomoci na podporu
vykondvania dolezitych projektov spolocného eurdpskeho zaujmu s
vnatornym trhom (2021/C 528/02).

ll. Financovanie projektu

Cislo G¢tu - IBAN SK37 8330 0000 0023 0267 4958
Banka Fio banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky

lll. Miesto realizacie projektu

vuc Bratislavsky
Okres Bratislava
Obec Bratislava

IV. Harmonogram projektu

ZaCatie realizacie Projektu 09/2023
(MM/RRRR)

UkoncCenie vecnej realizacie 03/2026
Projektu (MM/RRRR)

V. Ciel Projektu

Nazov ukazovatela Podporované podniky (z toho - malé podniky - vratane mikropodnikov,
stredné a velké podniky)

Merna jednotka podniky

Cas plnenia Podniky sa zapo€itajd ku diu, ked dostand podporu pochadzajicu z opatreni

v rdmci mechanizmul

Cielova hodnota 1
podporované podniky:

ztoho malé podniky 1
vratane mikropodnikov

1 Ide o datum poskytnutia pomoci, ktorym je datum nadobudnutia G€innosti Zmluvy.



Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

- Z toho stredné podniky 0
- z toho vel'ké podniky 0
VI. Rozpocet projektu

Celkova vysSka Opravnenych 6 455 672,90
vydavkov

VySka Prostriedkov 4 999 500,93 EUR
mechanizmu



Priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

por.C.

nazov vystupu:

Proof of massive
parallel chip integration
of ADC-based wireless
receivers with >200MHz
bandwidth in cheap 28-
20nm technology

Proof of massive-
parallel single-chip
integration of multi-
channel ADC wireless
MIMO SDR receiver

typ/druh vystupu:

Chip design
completed: MPW
2. Prototype to be
fabricated in 28-
20nm technology

Multichanel chip
design completed:
MPW 2. Prototype
to be fabricated in
180-130nm
technology

Vystupy (deliverables) projektu:

strucény popis vystupu:

Technical locks: Broadband counteracts low power
ADC, thus novel ADC architecture needs to be
evaluated, multichanel integration challange
Technical challenge to solve the technical locks:
Expertise in broadband Sigma-Delta systems and
design of multi-path broadband amplifiers, novel DAC
in SigmaDelta Feedback, adaptive calibration

Technical challenge to solve the technical locks:
Investigation of ultralow-power (*W) design
techniques on lowest possible chip area for interfacing
neuromorphic systems. Chip prototype ready to co-
nitegrate neuromorphic devices from Bizzcom.

obdobie (v mesiacoch) od zaciatku
realizacie projektu potrebné pre
dosiahnutie vystupu:

31

29



Priloha €. 4 Zmluvy - Podrobny rozpocet projektu

Nazov vydavku

a) Feasibility studies, costs of obtaining the permissions required

Feasibility study & chip tech selection

b) Costs ofinstruments/ equipment

Computation/Simulation Server incl. A/C

W orkstations/Laptops incl basic SW

d) Costs of materials/ supplies

MPW prototyping cost (10mm32 in 28-22-20nm

MPW/MLM prototyping cost (10mm2) in 130-180-350nm

Prototype Packaging

Evaluation Board including FPGA

Aiumoovtity

EurBpkou triou
. AU

PODROBNY

Kategéria vydavkov

f) vydavky na $tadie uskutoénitelnosti vratane
pripravnych technickych stadii a vydavky na ziskanie
povoleni potrebnych na realizaciu projektu

a) vydavky na nastroje avybavenie (vratane zariadeni a
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v
ktorom sa pouzivaju na Gcely projektu

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty
potrebné na projekt

a) vydavky na nastroje avybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, v
ktorom sa pouzivaju na Gcely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v
ktorom sa pouZivaju na acely projektu

a) vydavky na nastroje avybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, v
ktorom sa pouzivaju na ucely projektu

a) vydavky na nastroje avybavenie (vratane zariadenfa
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a pocas obdobia, v
ktorom sa pouzivaju na ucely projektu

E11OMBVUW MNISTIftZIVQ rfTj
slovEnic«( REPLey hwWOAUTVA \/A /A
\ SIOVIIHKKHIIUKT vV 7 \//\

ROZPOCET PROJEKTU

s P . Jednotkova cena
Merna jednotka Pocet jednotiek

(EUR)
projekt 1 33 189,12
projekt 1 29 811,60
projekt 1 59 623,20
projekt 1 273 273,00
projekt 1 186 322,50
projekt 1 93 161,25
projekt 1 149 058,00

Opravnené
vydavky celkom
(EUR)

33 189,12

29 811,60

59 623,20

273 273,00

186 322,50

93 161,25

149 058,00

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpoctu)

Nakladova skupina podla Struktdry Funding gapu

Pripravné S$tadia uskuto¢nitelnosti k vyberu polovodi¢ovej implementacnej
technolégii, cenové a technické porovnanie technolégii. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B29 navy3ené o prislusnt inflacnt dolozku
v harku Inflation. Vydavok je planovany na rok 2024 a 2025.

Nakladova skupina podla Struktdry Funding gapu

Vydavky spojené s nakupom a instalaciou datovej a CAD farmy severov s
prislusenstvom (e.g. dennd archivécia) a potrebnym chladenim. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B31 navy$ené o prislusnt inflaént dolozku
v harku Inflation. Vydavky s planované na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojené s obstaranim technickej vypoctovej vybavy pre personal v
podobe hardwaru a softwaru e.g. laptop, monitor, tablet, MS Office balik
vratane Teams licencii, klavesnica, Wifi/5G stick, mobilny telefén,
slichadla/headset, antivirusovy program etc. a iné Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B32 navy3ené o prisludnt inflaéna dolozku v harku
Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025.

Nékladova skupina podla $truktdry Funding gapu

Vydavky spojené svyrobou polovodiovych ¢ipovych prototypov (vyroba
masiek, vyroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rézne vyrobne hold-
on opcie, transport), vo vybranej polovodi¢ovej technolégii e.g. s miniméalnou
tranzistorovou velkostou 28-22-20 nanometrov. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B40 navy$ené o prislusnt inflaént dolozku v harku
Inflation. Vydavky st planované na rok 2024, 2025 a 2026

Vydavky spojené svyrobou polovodi¢ovych Cipovych prototypov (vyroba
masiek, vyroba waferov, skladovanie masiek & waferov, rozne vyrobné hold-
on opcie, transport), vo vybranej polovodi¢ovej technolégii napr. s
minimélnou tranzistorovou velkostou 130-180-350 nanometrov. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B44 navy$ené o prislusnt inflaént dolozku
v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 2025 a 2026

Vydavky spojené so zakazkovym vyvojom puzdier, vyrobou sady ¢ipovych
puzdier pre vyvinuté polovodi¢ové prototypy ako isamotnym zapuzdrenim
(assembly, rezanie waferov) vyrobenych Eipovych prototypov pomocou
dratového bondingu alebo flip-chip kontaktnych guli¢iek. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B46 navy3ené o prislusnt infla¢nd dolozku
v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024, 2025 a 2026

Vydavky spojené svyvojom (HW & SW) a vyrobou na mieru vyhotovenej sady
meracich alebo testovacich dosiek sltziacich na evaluaciu a testovanie u
zékaznika alebo v laboratériu, vratane nakupu elektronickych a mechanickych
stc¢iastok a ich osadenie na doskach. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B47 navy3ené o prislusnt inflaénG dolozku v harku Inflation. Vydavky
st planované na rok 2024, 2025 a 2026



Priloha €. 4 Zmluvy - Podrobny rozpocet projektu

Chip sockets

CAD licencie TANNER

Licencie k CAD softvéru na vyvoja simulaciu

Remote working cooperation platform

e) Costs for patents/ intangible assets/ contractual research

Digital HDL Synthesis

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v projekt
ktorom sa pouZivaji na Gcely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v projekt
ktorom sa pouZivaji na Gcely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v projekt
ktorom sa pouzivaju na ucely projektu

a) vydavky na nastroje a vybavenie (vratane zariadenia
dopravnych prostriedkov) v rozsahu a po¢as obdobia, v projekt
ktorom sa pouzivaju na ucely projektu

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty okt
roje
potrebné na projekt proJ

62 107,50

48 000,00

744 047,85

27 327,30

91 290,00

62 107,50

48 000,00

744 047,85

27 327,30

91 290,00

Vydavky spojené s nakupom cipovych soketov/patic alebo iného
mechanického upevnenia pre testovanie a meranie polovodi¢ovych ¢ipov na
elektonickej doske. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B48
navy3ené o prisludnd infla&nd dolozku v harku Inflation. Vydavok je planovany
na rok 2024, 2025 a 2026

Ide hlavne o nasledovné licencie:

CAD Licence Tanner (Purchase): Vydavky spojené s nakupom alebo
leasingom sady licencii CAD programov na navrh a simulaciu elektronickych
obvodov, v ktorej sa vyvijaja polovodi¢ové €ipy. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B50 navy$ené o prislusna inflaént dolozku v harku
Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025.

CAD Maintenance Tanner (Annually): Vydavky za roény aktualizaény a
spravcovsky poplatok za CAD licenciu, v ktorej sa vyvijaji polovodicové Eipy.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B51 navy3ené o prislusna
inflaéna dolozku v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025
2026

A iné

Ide hlavne o nasledovné licencie:

CAD Simulator Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Vydavky
spojené s ndkupom alebo leasingom sady licencii CAD programov na navrh a
simulaciu elektronickych obvodov, v ktorej sa vyvijaji polovoditové Cipy.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B52 navySené o prislusnd
inflacnu dolozku v hérku Inflation. Vydavky si planované na roky 2024, 2025
a 2026

CAD Layout Editor Licence (Purchase) (Juspertor): Nakup CAD programovych
licencii, v ktorych sa vyvijaji a navrhuju polovoditové Cipov. Porovnaj so
schvéalenym Funding gapom bunka B53 navy3ené o prisludna infla¢n( dolozku
v hérku Inflation. Vydavok je planovany na rok 2024, 2025 a 2026

CAD Layout Licence Cadence/Synopsys/Mentor (Lease): Vydavky spojené s
nakupom alebo leasingom sady licencii CAD programov na navrh a verifikaciu
fyzikalnych masiek polovodi¢ovych €ipov. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B54 navy$ené o prisludnt inflaénd dolozku v harku Inflation.
Vydavky st planované na roky 2024, 2025 a 2026

CAD Cadence/Synopsys/Mentor other licences (Lease): Vydavky spojené s
nakupom alebo leasing CAD programovej licencie, v ktorej sa vytvaraja
navrhy gipov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B55 navy$ené o
prislusnt inflacna dolozku v harku Inflation. Vydavok je planovany na roky
2024, 2025 a 2026

Vydavky spojené s nastavenim a udrzbou siete vypoctovej techniky
prepojenej so serverom, udrzba licenciialebo in§talacia novych programov.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B58 navy3ené o prislusna
infla¢na dolozku v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025

Nakladova skupina podla 3truktiry Funding gapu

Vydavky spojené s nakupom digitalnej HDL syntézy od kontraktora, vyvoj
elektronickej schémy z abstrakného opisu hardwaru, mapping na spravnu
Cipovl technélogiu alebo jej simulacia. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B60 navy$ené o prisludnt inflaénd dolozku v harku Inflation.
Vydavky s planované na rok 2024 a 2025



Priloha €. 4 Zmluvy - Podrobny rozpocet projektu

Design Contract: Multipath broadband amplifier

Layout Contract

Digital HDL design&FPGA implementation ofpostprocessing

Design ofevaluation board

Contractual research with ind. partners

f) Personnel/ administrative costs including overheads

f1) Employees

Personalne vydavky

f2) Freelancers

Design Engineers

d) vydavky na ziskanie, schvéalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,

poznatky a patenty zakipené alebo licencované z

projekt 1 308 830,50

vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouzité vyluéne na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty

projekt 1 247 064,40

potrebné na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty

projekt 1 55 589,49

potrebné na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty

projekt 1 28 357,20

potrebné na projekt

c) vydavky na iny material, dodavky a podobné produkty

projekt 1 185 298,30

potrebné na projekt

e) personalne a administrativne vydavky (vratane

rezijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku

vyskumno - vyvojovo - inovaénych €innosti, vratane tych projekt 1 1489767,56
vyskumno - vyvojovo - inovaénych €innosti, ktoré sa

vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

e) persondalne a administrativne vydavky (vratane

rezijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku

vyskumno - vyvojovo - inovaénych &innosti, vratane tych projekt 1 91 656,06
vyskumno - vyvojovo - inovagnych &innosti, ktoré sa

vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

308 830,50

247 064,40

55 589,49

28 357,20

185 298,30

1489 767,56

91 656,06

Vydavky spojené s nakupom -na mieru vyvinutych Sirokopasmovych
zosiliovagov spifiajicej interna $pecifikaciu v CTSD ADC. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B62 navy3ené o prislusni inflacn( dolozku
v hérku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojené s ndkupom na mieru vyvinutého a nakresleného layoutu pre
Specifické ¢ipové bloky. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B63
navy$ené o prislusnt inflaént dolozku v harku Inflation. Vydavky st
planované na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojené s obstaranim digitadlneho HDL dizajnu ajej naslednej
implementécie v FPGA podla $pecifikacie CTSD systému. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B64 navy3ené o prislusnt inflaént dolozku
v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojené vyvojom (HW & SW) avyrobou na mieru vyhotovenej sady
meracich alebo testovacich dosiek slGZiacich na evaluéaciu a testovanie u
zékaznika alebo v laboratériu, vratane nakupu elektronickych a mechanickych
stciastok a ich osadenie na doskach. Porovnaj so schvalenym Funding gapom
bunka B65 navysené o prislusnt inflacnt dolozku v harku Inflation. Vydavky
st planované na rok 2024 a 2025.

Vydavky spojené s obstaranim podpornych vedeckych sluzieb. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B67 navy3ené o prislusnt inflaént dolozku
v harku Inflation. Vydavky st planované na rok 2024 a 2025.

Nakladova skupina podla Struktiry Funding gapu

Personal, ktory sa planuje zamestnat na trvaly pracovny pomer.

Vydavky za pracu personélu pracujiceho na 18 pracovnych poziciach na
zéklade pracovného pomeru alebo dohod mimo pracovného pomeru za
obdobie realizacie projektu kumulativne (popis ¢innosti a kompetencii
vykonavanych v ramci realizacie projektu je popisany v personalnej matici
projektu).

Personal, ktory sa neplanuje zamestnat na trvaly pracovny pomer napriklad z
doévodu nedostatku kvalifikovanych pracovnikov alebo kratenia projektového
rozpo€tu v pociatocnej faze.

Vydavok za sluzby "Design Engineers" (technicka expertiza v oblasti dizajnu
navrhov ipu) poskytované dodavatelsky za obdobie realizacie projektu.
Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov (zosilnovace,
komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napétia, zdroje hodinoveho taktu:
clock, zdroje napajania prudom: current biasing) a nasledne simuluje ich
fyzikalne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD
software (SPICE simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre nim
navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a tym zodpoveda za spravnost a
funkcnost svojho elektronickeho obvodu. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B71 navy3ené o prislusna infla¢na dolozku v harku Inflation



Priloha €. 4 Zmluvy - Podrobny rozpocet projektu

Technical Lead - LayoutEngineer

g) Ostatné poskytované sluzby/Other services provided

Design Engineers

Public Procurement Specialist

IPCEI Coordinator

ManagementAccountant

e) personéalne a administrativne vydavky (vratane
rezijnych nakladov), ktoré vznikli priamo v désledku
vyskumno - vyvojovo - inovaénych €innosti, vratane tych
vyskumno - vyvojovo - inovaénych innosti, ktoré sa
vztahuji na prvé priemyselné vyuzitie

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zak(pené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouZité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zak(pené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouZité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvéalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakipené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouzité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvélenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakGpené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zéasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouZité vyluéne na projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

275 711,52

480 704,97

161 608,10

148 140,76

250 646,84

275 711,52

480 704,97

161 608,10

148 140,76

250 646,84

Vydavok za sluzby "Technical Lead - Layout Engineer" (technicka expertiza v
oblasti navrhu layoutu €ipu) poskytované dodavatelsky za obdobie realizacie
projektu. Navrhuje fyzikdlne masky (physical layout design) pre elektronické
obvody a schemy dodane navrharmi (Design engineers) na urovni
jednotlivych blokov (operacne zosilnovace, komparatori, filtre) ale iceleho
chipoveho systemu v spolupraci s Technical Lead - Design Engineer.
Zodpoveda za design checks: DRC (design rule check) a LVS, a za generovanie
parazitnych R,L,C elementov pomocou CAD software. Zodpoveda za
definovanie poziadaviek na instalaciu CAD software a PDK (process
development kits) pre navrh layoutu, ako i spravne planovanie personalnych
zdrojov a tiez dozera spolupracu vyvoja navrhom elektronickych obvodov so
svojim protejskom "Technical Lead -Design Engineer”. Zodpoveda za
spravnost a funkcnost celeho systemu pred odovzdanim elektronickeho chipu
do produkcie (MPW prototyping alebo seriova vyroba) zo strany fyzikalnych
masiek a ich generovania parazitnych R,L,C elementov. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B72 navy3ené o prisludni infla¢n( dolozku
v hérku Inflation

Vydavok za sluzby "Design Engineers" (technicka expertiza v oblasti dizajnu
navrhov ¢ipu) poskytované dodéavatelsky za obdobie realizacie projektu.
Navrhuje elektronicke obvody a schemy jednotlivych blokov (zosilnovace,
komparatori, RC-filtre, zdroje referecneho napétia, zdroje hodinoveho taktu:
clock, zdroje napajania prudom: current biasing) a nasledne simuluje ich
fyzikalne vlastnosti (zosilnenie, linearita, sum, spotreba prudu) pomocou CAD
software (SPICE simulator) a iterativne zlepsuje tieto elektronicky obvody.
Spolupracuje s Layout Engineer pri realizacii fyzikalnych masiek pre nim
navrhnute obvody/bloky a tiez overuje zhorsenie vlastnosti obvodov po
generovani R,L,C parazitnych elementov a tym zodpoveda za spravnost a
funkcnost svojho elektronickeho obvodu. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B71 navy3ené o prislusnt infla¢nd dolozku v harku Inflation

Vydavok za sluzby “Public Procurement Specialist” (oblast poradenstva pre
riadenie procesovverejného obstardvania/obstardvania) poskytované
dodavatelsky za obdobie realizacie projektu. Zodpovedny za vykonavanie
procesov spojenych sverejnym obstaravanim. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B75 navy3ené o prislusna inflaéna dolozku v harku
Inflation

Vydavok za sluzby "IPCElI Coordinator" (oblast riadenia IPCEI projektu)
poskytované dodéavatelsky za obdobie realizacie projektu. Zodpoveda za
koordinaciu komunikécie, reportingu a vykaznictva medzi MH a firmou
Continium a zabezpecenie vietkych nalezitosti. Porovnaj so schvalenym
Funding gapom bunka B76 navy3ené o prislusna inflaéna dolozku v harku
Inflation

Vydavok za sluzby "Management accountant” (oblast vedenia a riadenia
uctovnictva) poskytované dodavatelsky v obdobi realizacie projektu.
Zodpovedny za interné Gc¢tovnictvo, reporting a manazment finanénych
ukazovatelov. Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B77 navy3ené o
prislusnd inflaénG dolozku v harku Inflation



Priloha €. 4 Zmluvy - Podrobny rozpocet projektu

Financial Accountant/Biz. Dev

Technical Project Manager

Matlab-Simulink/Python/National Instruments licences

IT Infrastructure (network setup&maintenance)

Spolu opravnené vydavky projektu

d) vydavky na ziskanie, schvéalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakipené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouzité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvalenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakipené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouZité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvélenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakipené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouzité vyluéne na projekt

d) vydavky na ziskanie, schvélenie a ochranu patentov a
inych nehmotnych aktiv, vydavky na zmluvny vyskum,
poznatky a patenty zakGpené alebo licencované z
vonkajsich zdrojov na zaklade zasady trhového odstupu,
ako ajvydavky na poradenské sluzby a rovnocenné sluzby
pouZité vyluéne na projekt

projekt

projekt

projekt

projekt

673 367,08

194 997,60

52 170,30

14 550,90

673 367,08

194 997,60

52 170,30

14 550,90

6455 672,90

Vydavok za sluzby "Financial Accountant/Biz. Dev." (oblast finanéného
riadenia a riadenia rozvoja obchodu) poskytované dodéavatelsky za obdobie
realizacie projektu. Zodpovedny za finanéné planovanie, tvorbu firemnej
stratégie a tvorbu odberatelskych kanalov. Porovnaj so schvalenym Funding
gapom bunka B78 navy$ené o prislusna infla¢na dolozku v harku Inflation

Vydavok za sluzby “Technical Project Manger" (oblast technického riadenia
projektu) poskytované dodavatelsky za obdobie realizacie projektu. Definuje
parametre a architektdru navrhovaného ¢ipu (napr. A/D prevodnika), robi
navrh architekttry systému v matematickych programoch (Matlab, Python) a
optimalizuje jeho parametre (koeficienty spatnejvéazby, Sirka pasma, sum),
definuje pod-bloky a definuje ich parametre (napr. zosilnenie, Sirka pasma,
maximalny sum a nelinedrnost, maximalna spotreba pradu) a overuje
funkénost celého systému na abstraktnej rovni pomocou behavioural
simulation (VerilogA, VerilogAMS, VHDL-AMS) pred jednotlivym navrhom
elektronickych schém danych podblokov. Zodpoveda za navrh elektronickych
obvodov, schémy a ich layout (fyzikalny navrh masiek), zodpoveda za
spravnost a funkénost celého systému/¢ipu z hladiska simulacie fyzikalnych
parametrov (napr.v CAD software pomocou SPICE simulatora) a tiez za
spravnost v navrhu layoutu (napr. pomocou CAD software pre DRC a LVS
checks), za funkénost celého systému aj s ich redlne generovanymi
parazitnymi R,L,C elementami, pred odovodzdanim ¢ipu do produkcie (MPW
prototyping alebo sériova vyroba). Diskutuje navrh systému so zdkaznikmi
alebo partnermiv EU projekte, zodpoveda za reporting vo¢i EU/Ministerstvu
a piSe vedecké publikacie pre konferencie a odborné ¢asopisy. Porovnaj so
schvalenym Funding gapom bunka B69 navy3ené o prisludna inflacn( dolozku
v harku Inflation

Vydavky spojené s nakupom programovych licencifi na tvorbu matematickych
programovacich modelov alebo ich simulécii e.g. Matlab, Python etc.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B49 navy3ené o prislusna
inflaéna dolozku v harku Inflation. Vydavky st planované na roky 2024, 2025
a 2026

Vydavky spojené s nastavenim alebo leasingom rozsirenej sady licencii
programov na navrh, simulaciu alebo verifikaciu polovodi¢ovych Eipov.
Porovnaj so schvalenym Funding gapom bunka B57 navy3ené o prislusna
inflaént dolozku v hérku Inflation. Vydavky si planované na rok 2024 a 2025



